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锡膏（solder paste） 

焊锡膏 

锡浆 

锡粉和助焊剂（也称助焊膏）均匀混合而成的灰 

色膏体（半流体），无刺激性气味，比重介于 

7.2-8.5 g/cm3 



成品锡膏 



锡膏 

助焊膏 锡粉 

松香 溶剂 
触变剂 

粘度调节剂 
活性剂 抗氧化剂 



 锡粉：87.5-90.5% 

锡粉形状：球形或近球形（97%以上球形） 

锡粉的长短径比小于1.5的比例大于90% 

颗粒大小：25-45 μm 3#，-325/+500目；  

20-38 μm 4#，-400/+500目； 

氧含量：60-120 ppm 





助焊剂：9.5-12.5% 

外观：乳白色/淡黄色膏体 

组成：活性剂、触变剂、树脂/松香、溶剂、抗氧化 

剂等； 

作用：去除氧化物；降低被焊接材质表面张力；去 

除被焊接材质表面油污；防止再氧化； 





 按合金种类： 
有铅锡膏 

Sn63Pb37  

Sn62Pb36Ag2  

Sn62.6pb37Ag0.4 

无铅锡膏 
Sn96.5Ag3.0Cu0.5（SAC305）  
Sn99.0Ag0.3Cu0.7（SAC0307）  
Sn64Bi35Ag1 

Sn42Bi58 



 按活性剂种类： 
 

高活性 RA（Rosin Activated） 

中等活性 RMA（Rosin Mildly Activated）  

低活性 R型 



 按温度： 
 

高温（Sn-Ag-Cu合金系列，熔点217-227℃） 

中温（如Sn64Bi35Ag1，熔点178℃） 

低温（如Sn42Bi58，熔点138℃） 

 
注：添加Bi可使熔点降低 



环境：温度20±2℃；（可用冷却水） 

湿度小于60%RH； 

氮气保护； 

工艺流程：①清洁用具→②按照比例投料→③搅拌→④成 

品检测→⑤分装，入库 



机器搅拌：生产20kg以上，氮气保护， 

 
搅拌时间20-30min 

 
手工搅拌：少于10kg的生产，搅拌均匀 





（1）合金成分分析 

锡膏取样 

加热成为锡块 

火花放射光谱仪 





（3） 锡珠测试 

 
判定标准： 

 
焊锡（粉末）熔融，焊锡变成一个大球， 

 
在周围有直径75μm以下的锡球少于3个 



（4）坍塌性测试 

试验条件A：25±5℃、50±10%RH下，保持10-20min  

B：150±10℃下保持10-15min后冷却至室温 

判定标准： 

模板厚度mm 试验条件 评价标准 

0.2 A 0.56mm以上间距无桥连 

0.2 B 0.63mm以上间距无桥连 

0.1 A 0.25mm以上间距无桥连 

0.1 B 0.30mm以上间距无桥连 



铜镜实验 

①级铜膜 
无变化 

②级铜膜 
无穿透性 
腐蚀 

③级铜膜 
腐蚀 

（5）铜镜测试 



（6） 扩散性/可焊性测试 

经验值，其扩散率大致上介于70-80%为 

可接受范围 



（7）表面绝缘电阻 

（surface insulation resistance） 
 

GB或JIS标准：SIR最低不能小于1×1010Ω 

 
J-STD-004：SIR最低不能小于1×108Ω 

 
（放置一天） 



（8）推力测试 

推/拉力计，如使用SAC305的元件受力应大于 

2.5KGF（1KGF=9.8N） 



包装: 

称重500±2 克/瓶，罐装，密封；贴好标签； 
 

储存： 
5-10℃条件下保存，自生产之日起5-6个月；若 
无冷藏条件，短时间的存放可用冰袋 



使用、保管基本原则：先进先出 
 
基本原则是尽量与空气少接触，越少越好，锡 
膏与空气长时间接触后，会造成锡膏氧化助焊 
剂(Flux)比例成分失调; 

 
 

然而产生的后果是：锡膏出现硬皮、硬块、难 
熔并产生大量锡球…等 



一瓶锡膏多次使用时的注意事项： 
 

1、开盖时间要尽量短促，当班取出当班够用的 
焊膏后，应立即将内盖盖好。不要取一点用一点， 
频繁开盖或始终将盖子敞开着。 
 

2、盖好盖子取出锡膏后，将内盖立即盖好，用 
力下压，挤出盖子与焊膏之间的全部空气，使内盖 
与锡膏紧密接触。在确信内盖压紧后，再拧上外面 
的大盖。 
 

3、取出的锡膏尽快印刷，取出的焊膏要尽快实 
施印刷使用。 







A类：电脑主板、显卡、网卡、声卡、无线网卡、硬盘、液晶显示 
器等系列产品 
B类：数字电视、机顶盒、VCD、DVD、音响遥控器等系列产品 

C类：MP3、MP4、MP5、U盘、电子词典、复读机等系列产品 

D类：手机、CDMA、GRS、3G电视手机、电话机等系列产品 

E类：汽车音响主板、GPS、控制板、解码板伺服板等系列产品 

 
F类：摄像头、监视器、LED灯饰、遥控车、迷你收音机及其它电 
子玩具系列产品 
G类：散热器、连接器（HDMI）、首饰、音圈、传感器等产品 

产品广泛用于以下领域: 



Surface Mount Technology，简称SMT 

是在印制板焊盘上涂布焊锡膏，再将表面贴装 

元器件准确地放到焊盘上，通过加热印制电路 

板直至焊锡膏熔化，冷却后便实现了元器件与 

印制板之间的互连。 



(1)组装密度高：一般可使电子产品体积缩

小  40%~60%，重量减轻60%~80%； 

(2)可靠性高：一般不良焊点率小于10%

；  (3) 降低成本达30%~50%； 

(4)便于自动化生产； 



锡膏回温：~4h 

搅拌：机器1-3分钟，手工3-5分钟 

印刷：钢网0.10-0.15mm； 

速度40-60 mm/s; 

刮刀压力200-300 g/cm; 



贴片：贴片压力 5 kg/cm2 

 
焊接：预热，升温，回流，冷却 

 
检测：AOI，目测，显微镜，5D X-ray； 

















预热区溶剂开始蒸发 

温升应慢一些以避免溶剂爆溅及锡球产生 
 

 
推荐（RMA）: 

 升温在不超过2.5℃/s的情况下尽快达到 130-  

150℃。 

锡膏回流四大区域： 



在升温区, 锡膏里的助焊剂被激活 

助焊剂浸润将要被焊接的金属及焊料表面 

升温区也被用于平衡PCB板上冷热不均区 
域的温度 

推荐: 

 温升最大 1.5 ℃/s 

 升温区时间~90秒,最大不超过120秒为宜 



在回流区, 焊料熔化，其在金属表面的浸润作用开始 

在回流区的时间应尽可能的短以避免元器件受到热损伤 

推荐: 

- 峰值温度： 无铅305、0307,245±5℃； 

有铅63/37，225±5℃； 

- 保持焊料在液态(熔点以上)下40-60秒 



 在冷却区, PCB 降到液态温度（熔点）以下 

 为了避免焊点和元器件之间的热应力，降 
温一定不能太快 

推荐: 

 降温速率一般为 4℃ /sec 



缺陷类型 原因分析 

锡膏模糊 钢网未清洗干净 

冷坍塌 锡膏粘度低；印量太多； 

膏量多 钢网 

刮刀压力 

膏量少 刮刀速度 

钢网与PCB间的距离 

锡膏桥连 印量多；锡膏太稀； 



☺ 残留物 

预热时间短； 

锡膏本身，如松香用量过多； 

如果残留物颜色深，则考虑因回流焊接 

时间太长，导致助焊膏系统碳化； 



☺ 连锡 

锡膏太稀；  

锡膏印量多； 

冷坍塌或热坍塌； 

升温过快； 

锡膏金属含量偏高； 



☺ 锡珠 
 

钢网不够清洁；  

锡膏印量过多；  

锡膏热坍塌性差； 

贴片压力过大；  

锡膏回温不充分； 

升温太快； 



☺ 焊点不光亮 

冷却速度太慢； 

峰值温度不够； 

预热时间太长； 

锡膏活性差； 

锡膏本身为消光型； 



领先技 
术要求 

Halogen 
-free 
（zero） 

voidles  

s-可靠 

性 

成本-  

低银化 

高速印 
刷 

Lead-  

free 



国外：senju千住，α爱法，kester凯斯特， 

loctite汉高乐泰，HARIMA，tamura田村 

国内：shinglee成利，eunow优诺 

 

vital唯特偶，jissyu及时雨 




